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@ Verfahren zur Herstellung von Chipkarten 

@ Beim Herstellen von Chipkarten wird vorgeschlagen, 
in die Ausnehmungen eines Kartenkorpers elektronische 
Bauteile einzulegen, den Kartenkorper mit einem Kleber 
derartzu beschichten, dafc die Hohlraume gefulltsind und 
der Kleber eine im wesentlichen plane Oberflache bildet, 
eine Deckfolie auf die Oberflache des noch nicht abge- 
bundenen bzw. ausgeharteten und somit noch plastisch 
verformbaren Klebers aufzubringen, und um absolut pla- 
ne Oberflachen zu erzielen, die Deckfolie mit ihrer, dem 
Kartenkorper abgewandten Flache auf einer Formflache 
derart und so lange wahrend des Aushartens des Klebers 
fixiert zu halten, daft die Auftenkontur der Deckfolie und 
damit die AuSenkontur der fertigen Chipkarte der Kontur 
der Formflache entspricht. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Chipkarten sowie eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des 
Verfahrens, wobei unter "Chipkarten" solche Ausweiskarten 5 
oder dergleichen Identifizierungs- oder Zugangsberechti- 
gungsausweise gemeint sind, in welchen Bauteile wie inte- 
grierte Bausteine (ICs) Kontaktbahnen, Antennen oder der- 
gleichen aufgenommen sind. Der Verwendungszweck um- 
faBt auch kartenformige Diebstahlsicherungen oder derglei- 10 
chen, woraus ersichtlich wird, daB es sich beim Anwen- 
dungsfeld in erster Linie darum handelt, daB in einem flachi- 
gen Gebilde Bausteine aurzunehmen sind. 

Bei ID-Karten, in denen Chips montiert sind, miissen 
diese vollstandig und sicher eingebaut werden. Insbeson- 15 
dere kommt es darauf an, daB die eingebauten Chips mit ei- 
ner Masse vergossen werden, welche den Hohlraum in der 
Karte vollstandig ausfiillt. Die Bauteile selbst und damit 
auch die fur die Bauteile vorgesehenen Hohlraume konnen 
sehr verschiedene GroBen aufweisen. Es kann beispiels- 20 
weise neben einem sehr kleinflachigen Chip auch eine An- 
tenne vorgesehen sein, die als Wickelkorper mit relativ ho- 
hem Durchmesser ausgebildet ist. 

Zum Fertigstellen der Karte werden Deckflachen aufge- 
siegelt oder aufgeklebt, wobei die Gesamtanordnung dann 25 
derart sein soli, daB man der ID-Karte nicht mehr ansieht, 
wo welches Bauteil eingebaut ist. Dies hat nicht nur opti- 
sche Grunde, es ist vielmehr so, daB auch ein fehlerfreies 
Bedrucken solcher Karten nur dann moglich ist, wenn die 
Hohenunterschiede sehr gering sind. 30 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Verfahren und 
Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten aufzuzeigen, 
mit Hilfe derer in einfacher und kostengiinstiger Weise 
Chipkarten mit hochplanen Deckflachen herstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird alternativ durch ein Verfahren nach 35 
den Anspruchen 1 oder 2 bzw. durch ein Vorrichtung nach 
einem der Anspriiche 12 oder 13 gelost. 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, daB die 
Deckflachen oder Overlay-Folien sozusagen "schwimmend 
verlegt" werden, also auf ein Bett noch elastischen Klebers 40 
gelegt werden und bis zum Ubergang des Klebers in seinen 
elastischen (bzw. im wesentlichen ausgeharteten) Zustand 
so fixiert werden, daB eben diese plane Oberflache erzeugt 
wird. Der BegrifF "plane Oberflache" schlieBt in diesem Zu- 
sammenhang auch nicht aus, daB abschnitts weise, zum Bei- 45 
spiel in Form von Mustem Einsenkungen oder Aufwolbun- 
gen vorliegen, die beispiels weise als weitere Sicherheits- 
oder Gestaltungsmerkmale vorgesehen sind. Es ist hierbei 
sowohl moglich, den gesamten "Kartenkorper" aus GuBma- 
terial (Kleber) herzustellen oder aber einen Kartenkorper 50 
mit Kleber dort zu fullen, wo seine Ausnehmungen mit 
darin enthaltenen elektronischen Bauteilen vorgesehen sind. 

Vorzugsweise wird dann, wenn ein Kartenkorper mit 
darin vorgesehenen Ausnehmungen mit Kleber gefullt wird, 
der Kleber mittels einer Rakel auf den Kartenkorper aufge- 55 
bracht bzw. aufgestrichen, wozu sich insbeson dere auch ein 
Schablonendruckverfahren eignet. Auch ein Siebdruckver- 
fahren ist moglich. 

Die Deckfolie bzw. die Deckfolien (wenn beide Seiten 
mit einer solchen bedeckt werden) bzw. die Overlays wer- 60 
den vor dem Fixieren auf der Formflache vorzugsweise auf 
die Oberflache des Klebers aufgebracht. Dies kann bei- 
spielsweise durch ein Aufrollen geschehen, wobei die Folie 
auf dem Kartenkorper abgerollt bzw. in das Kleberbett ge- 
legt wird, so daB keine Lufteinschliisse auftreten konnen. 65 
Sob aid dann die Folie fest liegt, wird sie mit der Formflache 
in Kontakt gebracht und an dieser fixiert. Dieses Fixieren 
geschiehtbei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 



dung durch die Erzeugung eines Vakuums zwischen der Au- 
Bcnflachc der Deckfolie bzw. der Karte und der Formflache 
oder aber (gegebenenfalls auch zusatzlich) durch Erzeugung 
elektrostatischer Aufladungen zwischen Formflache und Fo- 
lie. Alternativ kann die Folie auch zuerst an der Formflache 
fixiert und dann - sozusagen mit der Formflache als Hand- 
habungswerkzeug - in das Kleberbett gelegt werden. 

Es ist moglich, die Plastizitat des Klebers beim oder nach 
dem Fixieren der Deckfolie auf der Formflache mindestens 
zeitweise zu erhohen, so daB eine optimale Massenvertei- 
lung (des Klebstoffs) innerhalb des Kartenkorpers bzw. in- 
nerhalb der aufgefullten Hohlraume und daruberhinaus 
stattfindet. Es wird dadurch auch ein spannungsfreier Zu- 
stand erreicht. Diese Erhohung der Plastizitat kann - je nach 
verwendetem Kleber bzw. Full- Kunsts toff mittels mechani- 
scher Schwinkungen und/oder elektrischer und/oder magne- 
tischer (Wechsel-)Felder durchgefuhrt werden. 

Als Full-Kunststoff wird vorzugsweise ein kalt aushartba- 
rer Kleber, insbesondere ein Epoxidkleber verwendet. Um 
die Schrumpfung des Klebers zu verringern, wird vorzugs- 
weise der Kleber mit einem Fullmaterial wie Glas, Quarz 
oder dergleichen gefullt. Dieses Fullmaterial wiederum 
kann ganz oder teil weise auch zu Identifizierungszwecken 
dienen, also bei spiels weise auch magnetisierbare Pulver 
oder sonstige FUllmaterialien mitumfassen, welche durch 
elektrische, magnetische oder auch mechanise he Wechsel- 
wirkungen identifizierbar oder gar "beschreibbar" sind. 
Hierzu ist es beispielsweise moglich, bei einem metallge- 
fullten Kleber durch Magnetisierungsvorgange wahrend der 
Aushartung solche Konzentrationsanderungen (hinsichtlich 
der Metallfullung) zu erreichen, daB das Endprodukt lesbare 
Informationen z. B. ahnlich einem Wasserzeichen aufweist. 
Wesentlich ist in jedem Fall, daB die Fixierung der Deckfo- 
lien an den Formflachen so lange durchgefuhrt wird, bis alle 
Schrumpfvorgange oder sonstigen Formveranderungsvor- 
gange innerhalb des Klebers bzw. Fullkunststoffes abge- 
schlossen sind. 

Die erste Ausfuhrungsform des eriindungsgemaBen Ver- 
fahrens zur Herstellung von Chipkarten, bei welchem in ei- 
nem Kartenkorper Bauteile wie ICs, Kontaktbahnen, An- 
tennen oder dergleichen elektrische und/oder elektronische 
Bauteile angeordnet sind, umfaBt folgende Schritte: 

- Der Kartenkorper wird mit Offnungen, Einsenkun- 
gen oder dergleichen Hohlraumen versehen; 

- In die Hohlraume werden die im Kartenkorper anzu- 
ordnenden elektrischen Bauteile eingesetzt; 

- Der Kartenkorper wird mit einem Kleber derart be- 
schichtet, daB die Hohlraume gefullt sind und der Kle- 
ber eine im wesentlichen plane Oberflache bildet; 

- Eine Deckfolie (Overlay) wird auf die Oberflache 
des noch nicht abgebundenen bzw. ausgeharteten und 
somit noch plastisch verformbaren Klebers aufge- 
bracht; 

- Die Deckfolie wird mit ihrer, dem Kartenkorper ab- 
gewandten Flache auf einer Formflache derart und so 
lange wahrend des Aushartens des Klebers fixiert ge- 
halten, daB die AuBenkontur der Deckfolie und damit 
die AuBenkontur der fertigen Chipkarte der Kontur der 
Formflache entspricht. 

Vorzugsweise werden hier nicht einzelne Chipkarten her- 
gestellt, sondem Gruppen (Lose) von Chipkarten. 

Alternativ wird somit die Aufgabe erfindungsgemaB 
durch ein Verfahren zur Herstellung von Chipkarten gelost, 
das folgende Schritte umfaBt: 

- An zwei einander gegenuberliegenden Formflachen 
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werden Deckfolien fixiert; 

- Zwischen den Deckfolien werden die clastischen 
Bauteile angeordnet; 

- Der der Dicke des Kartenkorpers entsprechende 
Raum zwischen den Deckfolien wird mit einem Kleber 5 
gefullt; 

- Die Deckfolien werden derart und wahrend des Aus- 
hartens des Klebers so lange fixiert gehalten, daB die 
AuBenkonturen der Deckfolien und damit die AuBen- 
konturen der fertigen Chipkarte den Konturen der 10 
Formflachen entsprechen. 

Vorzugsweise wird vor und/oder wahrend des Auflegens 
der Deckfolien und Aushartens des Klebers das ganze En- 
semble einem Vakuum derart ausgesetzt, daB Luftein- 15 
schliisse vermieden bzw. beseitigt werden. 

Die zur Durchfuhrung der Erfindung gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform geeignete Vorrichtung umfaBt eine Be- 
schichtungsvorrichtung, insbesondere eine Schablonen- 
druckeinrichtung zum Beschichten eines Kartenkorpers mit 20 
einem Kleber derart, daB die Hohlraume gefullt sind und der 
Kleber eine im wesentlichen plane Oberflache bildet. Es ist 
eine Auflegevorrichtung zum Auflegen einer Deckfolie auf 
die Oberflache des noch plastischen Klebers vorgesehen. 
Eine Formflache ist mit Einrichtungen zum Fixieren der 25 
Deckfolie derart ausgestattet, daB die AuBenkontur der 
Deckfolie der AuBenkontur der Formflache entspricht. 

Bei der zweiten Alternative des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens sind zwei einander gegeniiberliegende Formflachen 
vorgesehen, die derart ausgebildet sind, daB an ihnen Deck- 30 
folien fixierbar sind. Die Formflachen sind derart ausgebil- 
det, daB zwischen ihnen elektronische Bauteile angeordnet 
werden konnen und der Raum zwischen den Deckfolien mit 
einem Kleber befullbar ist. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Abbildun- 35 
gen erlautert. Hierbei zeigen 

Fig. 1 eine schematisierte Draufsicht auf den Ausschnitt 
eines Kartenkorpers, 

Fig. 2 eine Draufsicht wie nach Fig. 1 jedoch mit einge- 
legten elektronischen Bauteilen, 40 

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-m aus Fig. 2, 

Fig. 4 eine Ansicht ahnlich der nach Fig. 3 jedoch wah- 
rend des Verfullvorgangs, 

Fig. 5 eine Ansicht ahnlich der nach Fig. 3 jedoch im fer- 
tig verfullten Zustand, 45 

Fig. 6 die Ansicht nach Fig. 5 jedoch wahrend des Aufle- 
gens einer Deckfolie, 

Fig. 7 eine Schnittdarstellung ahnlich der nach Fig. 6 mit 
aufgebrachter und fixierter Deckfolie und 

Fig. 8 eine schematisierte Schnittdarstellung ahnlich der 50 
nach den Fig. 3 bis 7 durch eine zweite bevorzugte Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. 

In der nachfolgenden Beschreibung werden fiir gleiche 
und gleich wirkende Teile dieselben BezugszifTern verwen- 
det. 55 

Bei einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens wird zunachst aus einem Materialbogen 10, der eine 
Vielzahl von Kartenbereichen 11 umfaBt, eine (oder meh- 
rere) Ausnehmung 12 so herausgeholt, daB, wie in Fig. 3 ge- 
zeigt, ein Mittelbereich 8 stellenweise entfernt und nur noch 60 
ein Unterbercich 9 ubriggelasscn wird. Der Mittelbereich 8 
und der Unterbereich 9 konnen sowohl einstuckig ausgebil- 
det als auch aus miteinander (verschweiBten oder verkleb- 
ten) Einzelflachen gebildet sein, wie dies beim hier gezeig- 
ten Ausfuhrungsbeispiel der Fall ist. 65 

In die so ausgebildete Ausnehmung 12 werden nun elek- 
tronische Bauteile eingelegt, wobei in Fig. 2-6 eine An- 
tenne 13 eines der elektronischen Bauteile bildet, die iiber 
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Zuleitungsdrahte 14 mit einem Chip 15 verbunden ist. Diese 
Anordnung ist fiir kontaktlose Chipkarten bekannt. Die 
elektronischen Bauteile konnenin diesem Stadium auch mit- 
tels kleiner Klebebereiche in der Ausnehmung 12 fixiert 
werden. 

Die Anordnung wird nun - wie in Fig. 3 gezeigt - in eine 
Befulleinrichtung uberfuhrt, welche einen Rahmen 16 mit 
einer Schablone 17 umfaBt, deren Offnung im wesentlichen 
dem (spateren) Kartenbereich 11 entspricht oder geringfiigig 
groBer ist. 

Nun wird - wie in Fig. 4 gezeigt - mittels einer Rakel 18 
Kleber 19 unter Zuhilfenahme der Schablone 17 so in die 
Ausnehmung 12 und den gesamten Kartenbereich 11 (bzw. 
einen etwas groBeren Bereich) uberdeckend aufgebracht, 
daB Fullbereiche 21, gebildet aus mit Kleber 19 gefullten 
Ausnehmungen 12 und Auflagebereiche 20 entstehen, in 
welchen eine relativ diinne Kleberschicht auf (massiven) 
Mittelbereichen 8 aufgetragen ist. 

Solange der Kleber 19 noch weich ist, wird - wie in Fig. 6 
gezeigt - eine Deckfolie (Overlay) 22 von oben auf die 
Oberflache 28 des Klebers 19 so aufgelegt, daB keine Luft- 
blasen dazwischen sind. Bei einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung geschieht dies derart, daB (wie in 
Fig. 6 gezeigt) die Deckfolie oder Overlay auf der Oberfla- 
che 28 des Klebers 19 abgerollt wird. 

Dann wird die Gesamtanordnung (bestehend aus einer 
Vielzahl derart mit Kleber versehener Flachenabschnitte) in 
eine Aushartevorrichtung uberfuhrt. 

Die Aushartevorrichtung umfaBt - wie in Fig. 7 gezeigt - 
einen Trager 27, auf welchem die in Fig. 6 ausschnittsweise 
gezeigte Anordnung befestigt wird, sowie eine obere Form- 
flache 25, die in einem definierten Abstand zum Trager 27 
angeordnet ist. Die Formflache 25 weist (nicht gezeigte) 
Einrichtungen, zum Beispiel Luftabsaugeinrichtungen und/ 
oder elektrostatische Aufladungseinrichtungen auf, die der- 
art ausgebildet sind, daB die Deckfolie 22 fest an einer pla- 
nen (oder mit vorbestimmtem Relief versehenen) Flache der 
oberen Formflache 25 anliegt bzw. an ihr fixiert gehalten 
wird, welche dem Trager 27 gegenuberliegt. In diesem fi- 
xierten Zustand,der die spatere Kontur der Chipkarte be- 
stimmt, wird die Anordnung so lange gehalten, bis der Kle- 
ber im wesentlichen ausgehartet ist und alle Schrumpfungs- 
vorgange usw. abgeschlossen sind. Bei einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform sind zusatzlich Einrichtungen (zum Bei- 
spiel Schutteleinrichtungen oder Feld-Erzeugungseinrich- 
tungen) fur ein magnetisches oder elektrisches Feld vorge- 
sehen, die dazu dienen, den Kleber, insbesondere einen Ep- 
oxidharzkleber, in einen Zustand niedriger Viskositat derart 
zu versetzen, daB Ausgleichs- und FlieBvorgange erleichtert 
werden. Sobald der Kleber ausgehartet ist, wird die Deckfo- 
lie 22 von der (oberen) Formflache 25 losgelassen. Die Ge- 
samtanordnung kann dann in eine Stanze uberfuhrt werden, 
so daB die Kartenbereiche 11 ausgestanzt werden konnen. 
Durch dieses Verfahren (bzw. diese Anordnung) ist gewahr- 
leistet, daB die AuBenkonturen der oberen Deckfolie 22 bei 
der in Fig. 7 gezeigten Anordnung exakt der Flache entspre- 
chen, welche die Formflache 25 vorgibt. Es ist hierbei auch 
moglich, die untere Flache durch eine entsprechende Anord- 
nung zu bilden. 

Bei der in Fig. 8 gezeigten Alternative der Erfindung wird 
keine gesonderte Materialbahn 10 vorgesehen. Bei dicser 
Ausfuhrungsform werden die elektronischen Bauteile 15 di- 
rekt auf eine untere Folie 23 gelegt bzw. auf ihr fixiert und 
mit einem Rahmenstuck 24 umgeben. Dann werden die 
elektronischen Bauteile 15 den Raum innerhalb des Rah- 
menstucks 24 ausfullend mit Kleber 19 umhullt und die 
Deckfolie 22 aufgelegt. Die untere Deckfolie 23 sowie die 
obere Deckfolie 22 werden nun mittels einer oberen Form- 
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flache 25 und einer unteren Formflache 26 (so wie oben be- 
schriebcn) so lange fixiert gehalten, bis der Klebcr ausgehar- 
tet ist und die endguitige Form des Gesamt-Kartenkdrpers 
fesiliegt. 



Bezugszeichenliste 



8 Mittelbereich 

9 Unterbereich 

10 Materialbogen 

11 Kartenbereich 

12 Ausnehmung 

13 Antenne 

14 Zuleitung 

15 Chip 

16 Rah men 

17 Schablone 

18 Rake 

19 Kleber 

20 Auflagebereich 

21 Fiilibereich 

22 Deckfolie oben 

23 Deckfolie unten 

24 Rahmenstiick 

25 obere Formflache 

26 untere Formflache 

27 Trager 

28 Oberflache 
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1 . Verfahren zur Herstellung von Chipkarten, bei wel- 
chem in einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, Kon- 
taktbahnen, Antennen oder dergleichen elektrische 
und/oder elektronische Bauteile angeordnet sind, um- 
fassend die Schritte: 

- der Kartenkorper wird mit Offnungen, Einsen- 
kungen oder dergleichen Hohlraumen versehen; 

- in die Hohlraume werden die im Kartenkorper 
anzuordnenden elektrischen Bauteile eingesetzt; 

- der Kartenkorper wird mit einem Kleber derart 
beschichtet, daB die Hohlraume gefullt sind und 
der Kleber eine im wesentlichen plane Oberflache 
bildet; 

- eine Deckfolie (Overlay) wird auf die Oberfla- 
che des noch nicht abgebundenen bzw. ausgehar- 
teten und somit noch plastisch verformbaren Kle- 
bers aufgebracht; 

- die Deckfolie wird mit ihrer dem Kartenkorper 
abgewandten Flache auf einer Formflache derart 50 
und so lange wahrend des Aushartens des Klebers 
fixiert gehalten, daB die AuBenkontur der Deckfo- 
lie und damit die AuBenkontur der fertigen Chip- 
karte der Konlur der Formflache entspricht. 

2. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten, bei wel- 
chem in einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, Kon- 
taktbahnen, Antennen oder dergleichen elektrische 
und/oder elektronische Bauteile angeordnet sind, um- 
fassend die Schritte 

- an zwei einander gegenuberliegenden Formfla- 
chen werden Deckfolien fixiert; 

- zwischen den Deckfolien werden die elektroni- 
schen Bauteile angeordnet; 

- der der Dicke des Kartenkorpers bzw. dem Kar- 
tenkorper entsprechende Raum zwischen den 
Deckfolien wird mit einem Kleber gefullt; 

- die Deckflachen werden derart und wahrend 
des Aushartens des Klebers so lange fixiert gehal- 
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ten, daB die AuBenkonturen der Deckflachen und 
damit die AuBenkonturen der fertigen Chipkarte 
den Konturen der Formflachen entsprechen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Kleber mittels einer Rakel auf den Karten- 
korper aufgebracht bzw. aufgestrichen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber mittels 
eines Schablonendruckverfahrens aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine Deckfolie 
(Overlay) vor dem Fixieren auf der Formflache auf die 
Oberflache des Klebers aufgebracht wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Plastizitat des 
Klebers beim oder nach dem Fixieren der Deckfolie 
auf der Formflache und mindestens zeitweise erhoht 
wird bzw. seine Viskositat erniedrigt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Plastizitatserhohung bzw. die Viskositats- 
erniedrigung mittels mechanischer Schwinkungen und/ 
oder elekLrischer und/oder magnetischer (Wechsel-)fel- 
der durchgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontur der 
Deckschicht durch eine entsprechende Kontur der 
Formflache zur Bildung eines Identifizierungs- oder Si- 
cherheitsmerkmals reliefartig strukturiert wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Verfahren auf beiden Flachen des Karten- 
korpers zum Aufbringen von Deckfolien durchgefuhrt 
wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Deckfolie 
auf der Formflache durch ein Vakuum und/oder elek- 
trostatische Krafte fixiert wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber ein 
kalt aushartbarer Kleber, insbesondere Epoxi-Kleber, 
vorzugsweise mit einem Full material, insbesondere 
Glas, Quarz, oder dergleichen zur Verminderung von 
Schrumpferscheinungen ist. 

12. Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, bei 
welchem in einen Kartenkorper Bauteile wie IC's, 
Kontaktbahnen, Antennen oder dergleichen elektrische 
und/oder elektronische Bauteile angeordnet sind, ins- 
besondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 , umfassend 

- eine Beschichtungsvorrichtung, insbesondere 
eine Schablonendruckeinrichtung (16-18) zum 
Beschichten eines Kartenkorpers (8, 9) mit einem 
Kleber (19) derart, daB die Ausnehmungen (12) 
gefullt sind und der Kleber (19) eine im wesentli- 
chen plane Oberflache (28) bildet; 

- eine Auflegevorrichtung zum Auflegen einer 
Deckfolie (22) auf die Oberflache (28) des noch 
plastischen Klebers (19); 

- eine Formflache (25) mit Einrichtungen zum 
Fixieren der Deckfolie (22) derart, daB die AuBen- 
kontur der Deckfolie (22) der AuBenkontur der 
Formflache (25) entspricht. 

13. Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, bei 
welchem in einem Kartenkorper Bauteile wie IC's, 
Kontaktbahnen, Antennenoder dergleichen elektrische 
und/oder elektronische Bauteile angeordnet sind, ins- 
besondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach An- 
spruch 2, umfassend zwei einander gegenuberliegende 
Formflachen (25, 26) zum Fixieren von Deckfolien 
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(22, 23) und eine Befullvorrichtung zum Befullen des 
Raums zwischen den fixierten Dcckfolicn mit Kleber. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
5 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



65 




802 019/252 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE19645 071 A1 
G06K 19/077 

7. Mai 1998 




802 019/252 



ZE1CHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: DE 19645071 A1 

Int. CI. 6 : G06K 19/077 

Offenlegungstag: 7. Mai 1998 




802 019/252 



